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波峰焊常见焊接缺陷原因分析及预防对策

A、
焊料不足：焊点干瘪

/不完整

/有空洞，插装孔及导通孔焊料不饱满，焊料未爬到元件面的焊盘上。

原因：

a)PCB预热和焊接温度过高，使焊料的黏度过低；

b)插装孔的孔径过大，焊料从孔中流出；

c) 插装元件细引线大焊盘，焊料被拉到焊盘上，使焊点干瘪；

d) 金属化孔质量差或阻焊剂流入孔中；

e) PCB爬坡角度偏小，不利于焊剂排气。

对策：a)预热温度

90-130℃，元件较多时取上限，锡波温度

250+/-5℃，焊接时间

3～5S。

b) 插装孔的孔径比引脚直径大

0.15～0.4mm，细引线取下限，粗引线取上线。

c) 焊盘尺寸与引脚直径应匹配，要有利于形成弯月面；

d）反映给

PCB加工厂，提高加工质量；

e) PCB的爬坡角度为

3～7℃。

B、焊料过多：

元件焊端和引脚有过多的焊料包围，润湿角大于

90°。

原因：

a)焊接温度过低或传送带速度过快，使熔融焊料的黏度过大；

b) PCB预热温度过低，焊接时元件与

PCB吸热，使实际焊接温度降低；

c) 助焊剂的活性差或比重过小；

d) 焊盘、插装孔或引脚可焊性差，不能充分浸润，产生的气泡裹在焊点中；

e) 焊料中锡的比例减少，或焊料中杂质

Cu的成份高，使焊料黏度增加、流动性变差。

f) 焊料残渣太多。

对策：
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a) 锡波温度

250+/-5℃，焊接时间

3～5S。
b) 根据

PCB尺寸、板层、元件多少、有无贴装元件等设置预热温度，

PCB底面温度在

90-130。
c) 更换焊剂或调整适当的比例；

d) 提高

PCB板的加工质量，元器件先到先用，不要存放在潮湿的环境中；

e) 锡的比例

<61.4%时，可适量添加一些纯锡，杂质过高时应更换焊料；

f) 每天结束工作时应清理残渣。

C、焊点桥接或短路

原因：

a) PCB设计不合理，焊盘间距过窄；

b) 插装元件引脚不规则或插装歪斜，焊接前引脚之间已经接近或已经碰上；

c) PCB预热温度过低，焊接时元件与

PCB吸热，使实际焊接温度降低；

d) 焊接温度过低或传送带速度过快，使熔融焊料的黏度降低；

e）阻焊剂活性差。

对策：

a) 按照

PCB设计规范进行设计。两个端头

Chip元件的长轴应尽量与焊接时

PCB运行方向垂

直，SOT、SOP的长轴应与

PCB运行方向平行。将

SOP最后一个引脚的焊盘加宽（设计一个

窃锡焊盘）。

b) 插装元件引脚应根据

PCB的孔距及装配要求成型，如采用短插一次焊工艺，焊接面元件引

脚露出

PCB表面

0.8～3mm，插装时要求元件体端正。

c）根据

PCB尺寸、板层、元件多少、有无贴装元件等设置预热温度，
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PCB底面温度在

90-130。
d) 锡波温度

250+/-5℃，焊接时间

3～5S。温度略低时，传送带速度应调慢些。

f) 更换助焊剂。

D、润湿不良、漏焊、虚焊

原因：

a) 元件焊端、引脚、印制板基板的焊盘氧化或污染，或

PCB受潮。

b) Chip元件端头金属电极附着力差或采用单层电极，在焊接温度下产生脱帽现象。

c) PCB设计不合理，波峰焊时阴影效应造成漏焊。

d) PCB翘曲，使

PCB翘起位置与波峰焊接触不良。

e) 传送带两侧不平行（尤其使用

PCB传输架时），使

PCB与波峰接触不平行。

f) 波峰不平滑，波峰两侧高度不平行，尤其电磁泵波峰焊机的锡波喷口，如果被氧化物堵塞

时，会使波峰出现锯齿形，容易造成漏焊、虚焊。

g) 助焊剂活性差，造成润湿不良。

h) PCB预热温度过高，使助焊剂碳化，失去活性，造成润湿不良。

对策：

a) 元器件先到先用，不要存在潮湿的环境中，不要超过规定的使用日期。对

PCB进行清洗和

去潮处理；

b) 波峰焊应选择三层端头结构的表面贴装元器件，元件本体和焊端能经受两次以上的

260℃波

峰焊的温度冲击。

c) SMD/SMC采用波峰焊时元器件布局和排布方向应遵循较小元件在前和尽量避免互相遮挡原

则。另外，还可以适当加长元件搭接后剩余焊盘长度。

d) PCB板翘曲度小于

0.8～1.0％。

e) 调整波峰焊机及传输带或

PCB传输架的横向水平。

f) 清理波峰喷嘴。

g) 更换助焊剂。

h) 设置恰当的预热温度。
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E、焊点拉尖

原因：

a) PCB预热温度过低，使

PCB与元器件温度偏低，焊接时元件与

PCB吸热；

b) 焊接温度过低或传送带速度过快，使熔融焊料的黏度过大；

c) 电磁泵波峰焊机的波峰高度太高或引脚过长，使引脚底部不能与波峰接触。因为电磁泵波峰

焊机是空心波，空心波的厚度为

4～5mm；

d) 助焊剂活性差；

e) 焊接元件引线直径与插装孔比例不正确，插装孔过大，大焊盘吸热量大。

对策：

a) 根据

PCB、板层、元件多少、有无贴装元件等设置预热温度，预热温度在

90-130℃；

b) 锡波温度为

250+/-5℃，焊接时间

3～5S。温度略低时，传送带速度应调慢一些。

c) 波峰高度一般控制在

PCB厚度的

2/3处。插装元件引脚成型要求引脚露出

PCB焊接面

0.8～3mm
d) 更换助焊剂；

e) 插装孔的孔径比引线直径大

0.15～0.4mm（细引线取下限，粗引线取上线）。

F、其它缺陷

a) 板面脏污：主要由于助焊剂固体含量高、涂敷量过多、预热温度过高或过低，或由于传送

带爪太脏、焊料锅中氧化物及锡渣过多等原因造成的；

b) PCB变形：一般发生在大尺寸

PCB，由于大尺寸

PCB重量大或由于元器件布置不均匀造成

重量不平衡。这需要

PCB设计时尽量使元器件分布均匀，在大尺寸

PCB中间设计工艺边。

c) 掉片（丢片）：贴片胶质量差，或贴片胶固化温度不正确，固化温度过高或过低都会降低粘
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接强度，波峰焊接时经不起高温冲击和波峰剪切力的作用，使贴装元件掉在料锅中。

d) 看不到的缺陷：焊点晶粒大小、焊点内部应力、焊点内部裂纹、焊点发脆、焊点强度差等，

需要

X光、焊点疲劳试验等检测。这些缺陷主要与焊接材料、

PCB焊盘的附着力、元器件焊端

或引脚的可焊性及温度曲线等因素有关系。
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